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1. 緒　言

　接着接合状態にある異種材料界面のはく離は，工業，医
療などさまざまな分野で問題となっている 1)～6)。例えば，
ICパッケージは機械的および熱的負荷によってはく離する
ことが報告されている 7)～10)。ICチップを基盤に接着接合し，
リードとともに樹脂で封止することから，1つの ICパッ
ケージに力学特性の異なる界面を数多く有しており，それ
らの接着強度評価は技術的，経済的にも負担が大きい。接
着接合は有用な技術ではあるが，界面接着強度の評価には
問題があり，合理的でより簡便な方法が求められる。一
方，接着強度については，これまで数多くの研究がなされ
てきた。特に，接着層の厚さと接着強度の関係は過去の研
究 2)～6)により，接着層厚さが薄いほど接着強度は増大する
と言われている。その理由は，接着強度を増加させようと
多量の接着剤を用いて厚い接着剤層を形成させて接着して
も，接着剤層内に欠陥が形成される可能性が大きくなるた

めと説明されている 11)。さらに，接着剤の内部ひずみが影
響するとの考えもあり 12）～14），これらの研究では，主とし
て実験により考察されている。Suzuki15)は，Fig. 1(a)のよ
うな試験片について実験と弾塑性解析を行い，接着層自由
端に境界層厚さδ = 0.035 mmを仮定することで接着強度が
説明できることを報告しており，試験片の作成にあたり，
欠陥やひずみが生じにくいように工夫している。本研究の
対象にした試験片には，Suzukiの実験結果を用いているの
で，欠陥やひずみを無視して考察する。最近，著者らは接
着接合板における接着層厚さが接着層端部に生じる特異応
力の強さに与える影響を Fig. 1(b)に示す完全接着モデルで
考察し，接着層厚さが薄くなると特異応力場の強さが小さ
くなることを明らかにした 16),17)。また，任意の材料組合せ
に対する接合板中の縁界面き裂の応力拡大係数についても
考察し，その特性を明らかにした 18)～20)。
　そこで本研究では，接着接合板が破壊に至る際の特異応
力場の強さ Kσに注目し，過去の研究結果

15)が Kσ＝一定と
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　概要　本論文では，接着接合板が破壊に至る際の特異応力場の強さに注目し，接着接合板の強度が特異応力場の強さ一定と
して整理できることをまず確認した。次に，種々の接合界面の強度を統一的に評価するため，接合界面に仮想的な微小き裂を
考えて，その界面き裂の応力拡大係数が一定条件で接着強度が整理できることを示した。さらに種々の応用を考えてどのよう
な寸法の仮想き裂を考えればよいかを接着接合板の実験結果を基に考察した。その結果，仮想き裂の寸法に依存せず接着接合
板の接着強度が簡便に評価できることが明らかとなった。

Abstract
In this study the debonding strength of an adhesively bonded joint is investigated in terms of the inten-

sities of the singular stress fields. Two types of models are used to evaluate the tensile adhesive strength 
σc; one is the perfectly bonded model, and the other is a fictitious crack model assuming different fictitious 
crack lengths. Previous experimental data, which were obtained for S35C JIS medium carbon steel plates 
bonded with epoxy resin, are then examined. From the comparison between the results, it is found that 
the critical values of the stress intensity factors are almost constant. In other words, the adhesive strength 
can be estimated from the intensities of the singular stress, usually with less than 17% error for both the 
perfectly bonded model and fictitious crack models. The usefulness of assuming the fictitious crack is put 
at the singular point is also discussed on the basis of the analysis for stress intensity factor.
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